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１．概要（Summary） 

金薄膜へ銅を電析させることで金への銅の拡散が起こ

っている可能性がめっきを行いながらの蛍光 X 線分析に

より示された。拡散の直接的な証明と定量のために RBS 

測定を行い、RBS の結果からも電析により室温で金への

銅の拡散が起こり、通常は高温で生成する金銅合金が生

成している可能性が示唆された。 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

ラザフォード後方散乱(RBS)測定装置 

【実験方法】 

西山 文隆技術職員の支援を受けながら、以下の試料

について RBS スペクトルの比較を行い、電析時の銅の

拡散について調べた。プローブビームは 2.0MeV 4He+、

ビーム電流（電気量）5nA（2µC）、散乱角: 165°の条件

で測定を行った。 

測定試料 

1)Cu(150nm電析)/Au(100nm)/Cr(10nm)/PP(200µm) 

2)Cu(150nm蒸着)/Au(100nm)/Cr(10nm)/PP(200µm) 

3)Cu(12nm残留)/Au(100nm)/Cr(10nm)/PP(200µm) 

4)Au(100nm)/Cr(10nm)/PP(200µm) 

5)Cu(150nm蒸着)/Au(100nm)/Cr(10nm)/Si  

３．結果と考察（Results and Discussion） 

Fig. １に得られたRBSスペクトルの一部を示す。Cuを

真空蒸着した試料について、基板が図に示すポリプロピ

レン(PP)と Siの場合を比較すると PP基板では Cuに相

当するピークの両側エッジに広がりがみられる。これは基

板の平滑性がPPでは劣るためである。一方でPPを基板

とする金薄膜を電析の際の作用電極として使用すること

で電析（めっき）を行いながら Cuや Auの蛍光 X線強度

を測定することができた。 

電析されたCuは蒸着時と比べて明らかにエッジの広が

りが観測され、Au電極内部にCuが存在していることが示

された。また、電析させた Cu を電気化学的に取り除いた

（Strip した）試料では Auはほぼめっき前と同じ状態に戻

っている。 

蛍光 X 線測定の結果と対応しており、通常は高温で合

成される金銅の合金が室温下で生成された可能性を示唆

している。今後、CuやAuについてX線吸収スペクトルの

測定を進め、化学状態の情報を得る予定である。 
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Fig. 1 Rutherford backscattering (RB) 

spectra obtained for samples 1-3. 


